軟性電子技術與檢測專輯前言

為能引領業界瞭解軟性電子相關製程與檢測技術的發展，本專輯針對此一技術對下世代顯示產業發展所帶來的革命性影響與市場應用的發展，以及對此新型產品特有性能的檢測需求與挑戰進行說明。

[image: image1.png]


專輯中除了介紹電子紙特性參數之檢測技術外，對於國內外各大廠及研發機構競相投入的軟性有機發光二極體之原理與製程關鍵技術，亦有詳細的說明；針對軟性基板其鍍膜製程以及受撓曲形變所殘留的應力或缺陷檢測技術，特別介紹軟性基板薄膜應力產生的原因及其檢測方法；此外，軟性電子產品在不同的撓曲程度下，將呈現不同的機械及光學特性，因此評估軟性電子產品撓曲特徵時，如何建構一套穩定而準確的撓曲平台，搭配相關光、電檢測設備進行不同撓曲條件的光、電特性檢測。
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